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	一、项目单位基本情况

	项目单位地址
	沈阳市沈河区文化路72号

	项目单位负责人
	谭若兵
	职称/职务
	研究员、副所长

	联系电话
	024－83978050
	传  真
	024－23891320

	电子邮件
	rbtan@imr.ac.cn
	邮政编码
	110016

	项目负责人
	卢柯/

张 磊
	职称/职务
	研究员/室主任、
副研究员/所级公共技术服务中心副主任

	联系电话
	024－23971508

024－23971551
	传  真
	024－23891320

	电子邮件
	lu@imr.ac.cn
lzhang@imr.ac.cn
	手  机
	13644065959

	二、申购仪器设备概况

	仪器设备名称
	双束聚焦离子束系统

	英文名称
	Dual Beam Focused ion beam system

	购置类型
	( 更新设备；          ( 新增设备  

	可供货厂商
	公司名称:    美国FEI 公司      

	
	型号: Helios nanolab 650       报价: 150万美元

	
	公司名称:    德国Carl Zeiss 公司    

	
	型号: Auriga                 报价: 170万美元

	
	公司名称:    

	
	型号：                       报价：

	预算经费
	总经费:    960万元

	
	其中：中央财政资金  960 万元；部门配套资金0万元；

单位自筹资金   0   万元。

	三、科研需求情况
1．该仪器设备涉及的科研领域（主要工作内容）

双束聚焦离子束系统(Dual Beam focused Ion Beam)是材料纳微米级尺度结构加工、修改、分析和成型的重要工具。利用该仪器的离子束微加工功能，可以实现微尺度样品的制备和成型，结合电子束显微表征方法,进而在纳微米尺度获得材料三维缺陷结构及分布信息、成份信息和三维微观形态信息。结合相应微控和成份、晶体取向分析装置，在微加工样品上施加相应的耦合环境场（力、电/磁、温度），原位观察材料在实际环境中的显微或微观晶体结构演化。目前该设备已在传统材料、先进新材料、生物/医用材料、半导体材料、纳米科技、磁性材料、陶瓷材料、催化材料和高分子复合材料等方面获得广泛的应用，并在新材料、环境、能源和化学等领域显现出了极大的潜力。

2．科研水平（国内、国际比较）

目前，区域中心金属研究所以高性能金属材料、新型无机非金属材料和先进复合材料等为主要研究对象，研究这些材料的结构、性能、使役行为及其防护技术，并注重材料制备与加工及工程化研究，已初步形成基础、应用、开发的新格局。学科方向具有优势，部分研究方向及其成果已跻身国际前列，金属结构材料方面的研究开发在国内有比较明显的优势，金属腐蚀与防护科学在国内占有主导地位，若干新材料新技术研究也各具特色，材料技术设计、制备加工新技术、微观表征、性能评价等开展了系统的研究。总体上研究发展的链条完整而平衡，既有面向国际科学前沿的基础研究，也有满足国家重大战略需求的高技术研究。拥有一支规模较大、水平较高的科研队伍，国际材料科学领域占有一席之地，为国家的航空航天、武器装备、核电、水电、高铁等重大工程作出了重要贡献。区域中心长春应化所、大连化物所等在能源材料、信息存储材料、环境材料、先进催化材料等方面的研究水平不仅在国内处于领先地位，在国际上也跻身前列。

 3．主要学术带头人情况简介

金属所坚持实施“人才兴所”战略，凝聚了大批优秀的材料科学家和工程技术专家。现在所工作的两院院士7名，全所获国家杰出青年基金项目资助16人（其中B类3人），是目前为止国内在材料学科领域获得国家杰出青年科学基金人数最多的单位；现有国家“千人计划“引进人才1人，中科院”百人计划“入选者23人。在重大科技项目中锻炼和培养拔尖人才,12人成为973首席科学家、863专家组成员、科技部专项专家等科技领军人才，14人担任外籍院士、国际知名期刊主编或编审等国际职务。海内外知名学者与金属所的实质性合作，也推动了金属所相关学科的发展和新兴学科的建立，促进了所内高素质人才的培养和高层次人才的引进，并进一步提高了金属所的国际知名度。

在非平衡金属材料研究领域，包括纳米结构材料、微晶材料、非晶态合金、薄膜材料及复合材料等。金属所科学家的工作陆续发表在影响力显著的Science、Nature等国际期刊上，实现了历史性的突破。例如“超高强度高导电性纳米孪晶纯铜”（2004）、“金属材料表面纳米化技术降低纯铁氮化温度”（2003）、“纳米铜室温超塑延展性的发现”（2000）均发表在Science杂志上，在国内外引起广泛关注，“纳米铜室温超塑延展性的发现”被评为1999年度中国十大科技进展及中国基础科学研究十大新闻，“我国金属材料表面纳米化技术和全同金属纳米团簇研究取得突破性进展”被评为2003年中国十大科技进展新闻之一。

金属所自20世纪五十年代末、六十年代初创立以来，在电子显微学领域凝聚了一代又一代杰出的科研人员以及具有很高专业水准的技术队伍，创建了具有一定历史的“电镜文化”。电镜室的三代学术带头人，郭可信、叶恒强、张泽分别被增选为中国科学院院士，3人都获得何梁何利基金科学与技术进步奖。

现纳米金属材料方面学术带头人沈阳材料科学国家（联合）实验室主任卢柯研究员，其从事金属材料研究二十多年, 1991年获中国科学院青年科学家奖、1993年及1996年分别获中国科学院自然科学奖一、二等奖、1996年获中国青年科学家奖、1999年获何梁何利基金技术科学奖、2001年获中国青年“五四”奖、2002年获桥口隆吉奖、2004年当选The Third World Academy of Sciences (第三世界科学院)院士。现为<科学周刊> (Science) 评审编辑、<国际材料快报> (Scripta Materialia) 编辑、《材料研究学报》编委、全国政协委员（第十届）、全国青联副主席。发表学术论文280余篇，引用达3000余次，国际会议特邀报告45次，专利25项。
4．承担国家重大科研项目的情况

    目前金属所牵头承担科技部973国家重大基础研究项目3项，重大研究计划2项，参与973国家重大基础研究项目4项，参与“十一五”国家科技支撑计划5项，参与国家重大专项5项，参与863项目7个课题。承担国家自然科学基金重大项目1项，重点项目4项， 杰出青年基金3项，国际科技合作项目2项。主持创新群体1项。

5．科研需求该仪器设备的必要性和紧迫性

我所要达到“国际一流”科研机构的水准，除了要有一批国际一流水平的科学家、国际影响力的研究成果、规范高效的管理机制外，还要具备相关领域先进的研究设备和技术支撑。目前，我所拥有的材料纳微尺度加工、结构/组成表征的大型设备包括了一台2003年12月引入双束聚焦离子束系统、多台透射电子显微镜、扫描电子显微镜、X射线衍射仪等。双束聚焦离子束系统由于其高精度的定点定位透射样品加工、电子背散射表征界面和纳微米尺度原位性能测试样品的制备能力，在纳微级尺度研究材料的结构、性能及组成发挥了重要作用。但是长期以来，现有聚焦离子束系统的较低离子束和电子束系统分辨率（离子束7nm，电子束1.2nm@15kV）、较小的离子束加工束流（最大20nA），样品台在双束对中后的较大漂移和低控制精度成为限制现有聚焦离子束系统充分应用的主要限制因素。这样的离子束分辨率对于百纳米及的微尺度样品制备，只能给出椭圆形结构柱状样品，而不能给出理想圆柱形或者方形原位拉伸样品，同时柱状压缩样品具有较大的直径变化，在样品粗加工中难以大幅增加加工束流，致使加工效率低下，同时在对中后由于较大漂移系数使长时间高精度加工的工作难以完成。分辨率的提高和样品台控制精度的改进成为需要突破的瓶颈性技术障碍。近年来，场发射二次电子光学系统、离子束光学系统和样品台移动控制在原理和技术上获得了突破，使样品台对中漂移大幅降低，电子显微镜的空间分辨率得以大大提高，目前新型双束聚焦离子束系统，高亮度的离子束系统使加工束流大幅提高（最大65nA），同时电子光学系统引入减速模式，使离子束加工过程的显微成像和监控能力显著提高，双束聚焦离子束系统对材料那微米尺度加工、精确定点定位界面和高分辨TEM样品制备能力上升了一个新的台阶。这种纳微级尺度离子束加工和显微表征技术方面的提高为科学家对材料基本科学问题的再认识和新理解提供了可能，为材料科学前沿问题的探索带来了新的契机。

  另外，历史上用于材料结构分析设备的每一次创新和突破，都推动了材料科学跨越发展，特别是聚焦离子束系统的应用，将人们的视野拓展进入三维纳微尺度显微结构和成份分析领域，进而制备出纳微级微尺度样品，实现微尺度原位形变、表征和性能测试，极大的增进了人类对微尺度材料结构与性能关系的认识，推动了材料研究的新变革。随着各个国家综合国力和国防建设的竞争，材料研究的竞争也日趋激烈，而材料纳微加工和三维分析工具也是材料研究竞争的必要条件。“工欲善其事、必先利其器”，高分辨聚焦离子束系统在材料结构研究领域开辟了新纪元，而如果在这样的先进的工具的使用上落后，那必然在材料研究上被落后，国家的综合实力和国际竞争力也会大打折扣。目前，国际上在高校、研究所、企业已经有九百多台球聚焦离子束系统，这些聚焦离子束系统在传统材料的再认识新理解和新材料的研发使用上已经发挥了重要的作用，但目前中国在材料研究领域仅有中国科学院金属所、北京大学、南京大学和西安交通大学等拥有不到10台数量，就这一点来说，国内电镜双束聚焦离子束现状对显微加工和分析的支撑已经落后于国际上的一些国家。

6．其它理由

世界各个科技强国都将高端双束聚焦离子束系统作为科技基础平台必备的关键基础设备，科技大国美、英、德、日、法，甚至荷兰、澳大利亚、加拿大、韩国、新加坡等都以高水平的双束聚焦离子束系统的建设作为一个重要的科研基础设施。像高分辨双束聚焦离子束系统已成世界一流研究型大学、国家实验室和许多半导体、微电子高新技术企业中，科学研究和生产线质量控制的关键设备。

金属所作为纳米材料研究领域聚焦离子束系统引入和应用的先行者，在2003年12月订购FEI制造双束聚焦离子束系统Nova 200 nanolab, 在纳微米尺度透射电镜原位拉伸样品制备、显微结构表征界面加工、高分辨透射样品制备和纳米材料电子背散射衍射（EBSD）样品制备等领域发挥重要作用，取得显著成果。

金属所固体原子像研究部与材料疲劳与断裂研究部通过巧妙的实验设计，利用公共技术服务平台聚焦离子束（FIB）技术成功地加工出100nm尺度的锆基金属玻璃单轴拉伸试样，并在透射电子显微镜（TEM）下进行原位的拉伸实验观察，如图一所示。动态观察发现：在应变速率约为5×10-4 s-1条件下，金属玻璃呈现出与韧性材料相类似的均匀延伸、颈缩或不失稳剪切形变行为，100nm尺度的拉伸应变可达23%-45%，断面收缩率可达到80%。与宏观尺寸金属玻璃的室温形变与断裂行为截然不同，微观尺度的样品不仅表现出稳定可控的形变行为，而且具有良好的拉伸塑性。小尺寸金属玻璃可具有良好拉伸塑性的发现，不仅有助于深入理解金属玻璃室温形变的本质，也揭示了金属玻璃在薄膜和微器件上的潜在应用价值,该项工作于2007年8月19日在《Nature Material》杂志上在线发表。
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图2原位拉伸实验过程中样品在不同形变量时的TEM形貌像视频截图

（a）FIB加工质量较高的样品在均匀形变后剪切断裂；

（b）FIB加工微尺度样品在缺陷处发生颈缩断裂。

金属所材料疲劳与断裂研究部张广平研究员及其研究组利用现有双束聚焦离子束系统Nova 200 nanolab分析两种具有不同尺度组元层和界面结构搭配的铜系层状材料压头载荷作用下的强化机制（如图一所示），系统地研究了两种层状金属材料稳定塑性变形能力及其尺度与界面效应，并探究了层状金属材料作为脆性材料表面涂层，提高材料抗韧性的潜在能力。并结合离子束加工微变形截面和电子束表征结果提出了一个位错-界面交互作用竞争机制，并从理论上描述了局部剪切带失稳和位错直接跨界面剪切的转变规律，系列研究结果已在 Appl. Phys. Lett., 88 (2006) 013105，Appl. Phy. Lett. 92 (2008) 161905, Appl. Phys. Lett., 91(2007) 061912，Scripta Mater. 59 (2008) 1226，J. Mater. Res. 24 (2009) 728，Philo. Mag. Lett. 89 (2009) 66，Adv. Eng. Mater. 11 (2009) 63 等刊物上发表，工作得到了国家自然科学基金重大项目以及科技部“973”项目的资助。
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金属所固体原子像研究部马秀良研究员领导的团队利用双束聚焦离子束系统与高分辨率的透射电子显微技术，发现硫化锰夹杂中弥散分布着具有八面体结构的氧化物(MnCr2O4)纳米颗粒。在模拟材料使役条件下的原位环境（外）电子显微学研究表明，这些纳米氧化物的存在相当于硫化锰中内在的微小“肿瘤”。在一定的介质条件下硫化锰的局域溶解正是起源于它与“肿瘤”之间的界面处，并由此逐步向材料体内扩展。使人们对不锈钢点蚀机理的认识从先前的微米尺度提升至原子尺度，为探索提高不锈钢抗点蚀能力的新途径提供了原子尺度的结构和成分信息。这项研究成果已于2010年6月16日在《Acta Materialia》在线发表。

金属所先进碳材料研究部利用双束聚焦离子束技术辅助天然石墨球的固体电解质相界面膜表征，通过具有微细加工和微分析组合功能的聚焦离子束(FIB) 技术极大拓展了天然石墨球容量衰减机理纵深研究。采用离子束系统加工天然石墨球无损伤截面进而实现对内部微结构、SEI膜的厚度改变和沿截面元素分布的研究，并对其演化机理进行了分析。相关成果发表在J. Phys. Chem. B,109 (2005) 22205，Carbon, 44 (2006) 2778，Carbon, 44 (2006) 2212，J. Phys. Chem. C,111 (2007) 4740-4748，J. Chinese EM Soc., 25 (2006) 478。

利用双束聚焦离子束（FIB）系统，有效结合电子背散射成像（BSD）、双铜环装置和沟槽法的有机结合,发展了在块体材料内部扩展裂纹界面及其相关愈合界面间微观结构相关性研究的方法和技术，成功观察扩展裂纹及其愈合界面微观结构。可以制备出符合高分辨透射电镜需求的样品，避免样品室内部加工原位提出方法在转移样品过程中，在样品表面沉积一层聚合物对其后结构表征的干扰和污染，同时避免样品室外取出将出现接触点与样品的碰撞，造成其他以外结构与缺陷，使随后电镜分析结果不能反应本征结构，并获得专利授权：ZL200510047086.4。
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图3a 裂纹扩展高分辨TEM样品加工示意图

[image: image3]
图3b  沿裂纹扩展方向基体与Ni界面高分辨形貌像
改变传统电子背散射衍射自动标定方法，在独立制备多用途样品倾转台的基础上，结合晶体学知识进行手动标定与解析，在目前国内拥有Channel 5 EBSD系统157套（所内4套）情况下，实现纳米压痕和划擦等实验中微变形区的晶粒取向分析和标定，在有力支持相关研究发展，迄今未见其它单位报道。采用双环沟槽法代替样品室内取出和样品室外静电吸附取出的方法，可以制备出单晶铜划痕下和多层膜纳米压痕下形变区符合高分辨透射电镜需求的样品，推动相关方向的进展。

[image: image20]
图4 表面纳米化样品的EBSD分析

(a)取向分布图 （b）欧拉角分布图 （c）取向差分布图 （d）应变分布图

在微观分析方面工作中，通过与国内外同行交流解决了EBSP表征中FIB加工界面遮挡问题。同时有效地结合场发射(FEG)双束聚焦离子束(FIB)系统，与电子背散射衍射（EBSD）系统，开发出了一系列新的技术与方法，成功观察到表面纳米化样品晶粒取向成像、晶粒择优细化、表面应力分布和晶粒尺度变化，如图四所示，相对于目前国内测量限度有较大推进，并对表面纳米化样品中进行系列电子背散射衍射形变织构和再结晶分析。在相关测试和离子束加工技术工作中，获得了11项国家专利授权，其中7项是FIB管理人员第一专利申请人。

但随着高端研究的开展和需求的增加，对离子束和电子束的分辨率、加工精度、加工效率和样品台的漂移都提出新的要求，现有聚焦离子束难以满足国家重大科研任务提出的需求。

金属所作为国内电子显微镜技术发展与发展的起源地，拥有一批知名专家、培养了大批电镜人才、建立了一支水平高的技术支撑队伍，沉淀了几十年的“电镜文化”。双束聚焦离子束系统的添加必将在金属所材料研究发挥其极致作用，可以满足金属所不同学科方向的科学家对材料基础科学信息的需求；向区域中心内长春应化所、大连化物所等单位提供分析服务和技术交流，向东北区域的科研院所和高校提供分析和技术培训，充分发挥区域中心的资源、技术、人才优势，进一步促进离子束和电子显微学事业在中国的发展，加快国内电子显微镜自主创新的步伐。

	四、主要技术指标及配置

从科学研究的实际需求出发，阐明申购仪器设备和主要配件的技术参数和性能，以及该仪器设备的先进性和适用性。

从先进材料研究和目前急需解决的问题来说，引进的设备必须满足离子束高精度微加工、电子束高分辨成像观察、对材料低损伤和高效率的指标要求，而且需要运行稳定。另外，配备一些相应附件，能具有图像的采集处理、成份分析、三维层析重构、原位观察等功能。
主要技术指标：

离子束成像分辨率：≤4.5nm@ 30 kV
电子束成像分辨率 ≤0.8nm@15kV

能实现离子束在低电压10 kV下精确加工

样品室采用高精度压电陶瓷样品台

离子束束流>60nA

具有气体注入系统GIS－Pt沉积功能

具有可伸缩高衬度背散射探头，实现在电子束成像中对晶粒、位错、孪晶和缺陷结构的通道程度成像

配合相应的软件分析系统，实现图像格式识别转化及三维构图功能。
除常规主机外，还包括：透射电镜制样机械手系统，系列截面自动加工软件，X射线能谱仪，能实现加工界面和微区的成分点、线和面的元素分析、电子背散射衍射分析系统，全自动三维EBSD 分析软件，EBSD 用前置背散射探头，用于在倾斜状态下代替电镜的探头采集背散射图象，配套相应原位纳米操作观察控制器。配置6 通道前置放大器、极靴内探头背散射电子检测模，离子直接成像探测器，无油真空系统、一体化等离子体清洗装置；另外，还需配置相应的图像计算模拟和重构分析专业软件、抗磁防振设施等。



	五、选型理由

	1．几个厂商可提供的仪器设备的性能价格比较（先进性和适用性）；

2．拟选择的仪器设备主要功能、特点、适用范围、售后服务情况等;

3．拟选择的仪器设备性能与科研工作的关系； 

4．选型意向的排序;

5．国内外使用该公司产品的情况.

   双束聚焦离子束系统目前主要有四家公司生产，分别为美国的FEI公司，德国的Carl Zeiss公司，日本的Hitachi公司和捷克的TESCAN公司。

FEI公司在1993年最早将聚焦离子束安装在电子光学系统上实现商业化的公司，其公司生产的系列产品——Nova 系列双束聚焦离子束系统是目前国际上安装使用最多的聚焦离子束系统，其标配了Siron电子光学成像系统，同时还标配Magellan Elstar 单色器的高分辨肖特基场发射电子光学系统，同时实现0.8纳米尺度高分辨和低电压的高分辨率（1kV,0.9nm），同时采用Tomahawk离子光学系统，实现4.5nm分辨率，在低电压实现高精度大束流加工。另外，FEI还商业化了原有在半导体工厂使用的压电陶瓷驱动样品台在材料科学研究中机型的应用—Helios Nanolab 650，倾转和移动精度高于一般的机械样品台.翻转时对中性良好,集成多重加工和图像处理软件，并可实现远程遥控操作。

Carl Zeiss公司一直以来以生产电子产品而闻名，从2002年LEO推出的1560XB crossbeam到近年推出的Auriga crossbeam双束聚焦离子束系统一直配置GEMINI离子束光学系统——基于HC-DOF模块实现高束流－大景深，其可以单独或同时配置多种气体注入系统，其电子光学系统实现空间分辨率在1纳米，低电压（1kV）为1.9nm，具有一定的竞争力。

Hitachi公司生产的电子显微镜具有较好电子稳定性和高压高真空而闻名，目前，其生产的高端双束聚焦离子束系统还可以选择冷场或热场发射枪。近几年，其推出了具有高分辨TEM样品加工样品杆直接转移装置的NB5000场发射双束聚焦离子束系统，可以实现FIB和TEM的联机使用，结合自动控制加工软件和真空airlock系统可以很好实现加工和微观结构分析的联动结合。

Tescan公司作为捷克著名电镜生产厂家，其生产的扫描电镜在国际低端市场中份额明显增加，近年推出双束聚焦离子束系统LYRA 3，该型号在场发射电子光学系统、离子束加工系统方面技术指标低于FEI和Zeiss公司高端产品，但价格较低，在低端需求市场具有很好的竞争力。

对于双束聚焦离子束系统，从设备性能、稳定性、应用性以及性价比、售后维护等方面来讲，各家产品均有自身的特点和缺点。
FEI产品综合性能比较优越、技术比较成熟全面、操控性能比较强、在国际市场上占有量大、国内售后服务队伍较强，有4名专职的应用支持工程师及近20名SEM/FIB维修工程师；

Zeiss产品一直以来电子光学系统较为成熟稳定、微观成像景深大、但国内售后服务力量存在问题，在国内电镜购置中销售主体不明确，没有建立成熟高效的维修力量，更多借助于国外的维修体系；

Tescan和Hitachi的产品功能相对单一、市场占有率低、价格高、国内技术服务力量很弱，售后服务存在风险。

Hitachi电镜产品电气真空性能非常优越，但目前仅生产多用于半导体生产的双束聚焦离子束系统，功能单一，而价格很高，市场占有率低，售后服务力量很弱。

选型意向排序：Helios Nanolab650或Helios Nanolab600>Zeiss Auriga>Hitachi NB 5000>Tescan LYRA 3

国内目前已安装使用的双束聚焦离子束系统为FEI的Helios和Nanolab系列，而且目前使用状态良好。在双束聚焦离子束系统中，国内目前仅有FEI的Helios和1215系列可实现高精度样品台倾转控制、大束流低电压16位复杂图形加工和高分辨二次电子成像表征。根据金属所科研工作及区域中心科研单位对分析测试要求，综合分析性能比较强、技术相对成熟全面、操控性能比较强、国内售后服务队伍较强、性价比较高的FEI的Helios产品将作为设备采购的首选。

	六、采购方式

	申请单位建议的采购方式。

公开招标。

	七、国内现有同类仪器设备的资源状况

	1．国内或同地区、同档次仪器设备的分布情况，是否可以共享？若不能共享，说明理由
  目前在东北地区半导体和材料研究领域，中国科学院金属研究所于2004年安装一台FEI Nova200 nanolab双束聚焦离子束系统，大连英特尔于2008年安装三台，包括两台FEI 1215双束聚焦离子束系统，一台FEI Nova200 nanolab双束聚焦离子束系统，现所有设备运行情况正常，达到了设备的应有指标。但由于大连英特尔本身的半导体生产任务，目前只有中国科学院金属研究实现在该地区乃至部分华北地区的资源共享，压力很大，受机时等情况的限制没有能力再与其他地方实现更多共享。

2．本系统、本单位现有同类仪器设备的购置年代、原值、使用情况和利用率等

    目前国内半导体和材料研究领域共有有双束聚焦离子束系统约计47台，但在半导体生产商中有41台，中科院系统材料研究有两台，中国科学院金属研究所于2004年安装一台FEI Nova200 nanolab双束聚焦离子束系统，中国科学院物理所于2002年安装一台FEI DB235双束聚焦离子束系统。

金属所现有双束聚焦离子束系统1台：

FEI Nova200 nanolab双束聚焦离子束系统，2003年购置，1002万，超负荷运行，利用率很高（2011年第一季度总使用时间为911小时，总使用效率为237.2%）

	八、现有大型仪器设备使用情况

	1．本单位现有大型科学仪器设备是否实现资源共享？

    金属所现有大型科学仪器设备已实现资源共享，通用型大型仪器设备均已经加入中科院大型仪器共享管理系统网和沈阳大型科学仪器设备共享服务网，纳入共享中心的大型仪器设备已超过百台，总价值达1.3亿元。所级公共技术服务平台接纳科研机构及企业不同层次和难度的分析测试申请。

2．本单位现有大型科学仪器设备综合使用情况、考核效果及管理措施等

金属所在保证仪器设备良好运行的情况下，秉持集中综合优势，发挥交叉功能，共享设备资源，促进合作创新的原则，为科研创新和资源共享提供更好的平台环境，设备有效使用率达90%，单台的使用机时达到2080小时/台，高于科技部规定的1800小时/台，共享服务机时率达10%，部分设备共享服务机时率达到30%。

协作共享仪器实行动态管理，有进有出，每年复核一次。优先服务于东北地区高技术中小企业。国家、省、市级工程技术研究中心（企业技术中心）和重点实验室以及协作共享成员等单位享有大型科学仪器协作共享权。

共享平台大型仪器设备遵循“集中规划、分别建设、统一管理、统一运行、联合共享”的运行管理原则。建立大型科学仪器设备协作共享工作机制。规范申请、服务、管理、考核等工作流程。抓好专业人才队伍建设，开展科学仪器设备使用、维护技术培训、学术交流等活动，提高专业人才队伍素质。加强区域合作，实现资源、信息共享，加强区域内的技术交流与培训，在更大范围内和更高层次上推进大型科学仪器设备协作共享和公共服务，建立健全管理规章制度，不断强化大型科学仪器设备对外开放使用力度，提高利用率。

	九、设备共建共享方案及管理措施

	1．该仪器设备是否具有共建、共用、共享的条件；（包括在什么科研领域内实现）

    双束聚焦离子束系统在新材料学、纳米科学、信息科学和生物分子学等研究领域向结构尺度纳米化和功能智能化方向发展方面发挥重要作用。由于该设备具有复杂的纳微米尺度加工技术和先进的显微成像分析技术，必须拥有电子显微学和晶体学领域的专业人才才能进行深入的功能研究和开发，并发挥其应有的作用。对于大部分科研院所、高校、企业，特别是一些高技术的中小企业来说，独自引进该设备，如果没有长久以来的电镜的使用管理经验和高水平的技术支撑队伍，很难令其有所作为。所以，必须和像金属所这样具有电镜专家、电镜管理经验、电镜技术人才、电镜浓厚文化的研究机构来管理双束聚焦离子束系统，并与其它科研院所、高校和企业实现对该高端设备的共建，共用和共享。在这种管理模式下充分发挥双束聚焦离子束系统在新材料学、纳米科学、信息科学和生物分子学等研究领域的功效。

2．仪器设备和资源共享的管理措施等

    根据当前趋势，建设多学科（物理、医学、生物学、化学）交叉的以电子束和离子束技术为主的科学研究、技术支撑、学术交流和交叉型人才培养的国家级综合型科学平台和具有国际影响的创新研究群体。如果从国家层面统一部署，加强建设聚焦离子束系统微加工及显微表征研究平台，在金属所多年使用双束聚焦离子束的基础上，进一步引进高分辨双束聚焦离子束系统，整合现有低端双束聚焦离子束系统Nova 200 nanolab，更好发挥金属所聚焦离子束专家研究经验、聚焦离子束及其电镜管理经验、电镜技术人才、，利用高分辨双束聚焦离子束系统上配置的远程操作功能，通过网络连接东北地区及全国各地的主要实验室，各地用户可在分配的实验时段，在当地实现远程操作，完成实验。有利于充分利用人力和设备资源以及解决多学科交叉的科学问题，以提升科学研究与高新技术企业的发展水平。
设备开展对外分析检测服务，原则上应按照优惠价格收费，并做好记录，服务的质量和数量将作为评估的主要依据。对共享平台的大型仪器设备实行动态管理，采用专家评审和用户评议相结合的方式对设备共享情况进行评估,要求设备的共享机时原则上不低于30%。

	十、预期绩效目标

	1．申购仪器设备预期对科研水平和学科发展的推动作用和预期绩效目标

在现代材料、信息、能源等科技不断发展的今天，越来越需要先进的分析测试技术来实现对传统材料进行再认识新理解、对先进新材料进行研究开发。材料的性能与材料本身的显微结构、显微组成密切相关，研究材料显微组织结构/组成，分析其与加工制备工艺、使用性能、使役行为之间的关系，已经成为材料研究过程中一个极为重要的环节。双束聚焦离子束系统较之传统的透射电镜、扫描电镜、X射线衍射仪来说，在材料纳微米尺度微加工、结构分析和化学分析等方面均具有明显的优势。作为一个以高性能金属材料、新型无机非金属材料和先进复合材料等为主要研究对象的综合材料研究所，研究这些材料的结构、性能、使役行为及其防护技术，并注重材料制备与加工及工程化研究。金属研究所已形成基础、应用、开发齐头并进的新格局。材料结构研究作为材料研究基础的基础，具有相当重要的地位。球差校正透射电镜作为材料结构研究重要工具，它的引入，必将极大地推动金属所乃至国家材料研究的步伐，为瞄准国际前沿解决材料重大的学科问题、为国家重大战略需求解决关键性的技术问题必将做出重要贡献。

金属所作为中国电镜事业的发源地，储备了强干的电镜人才和丰厚的电镜文化，无论是从天时地利人和来讲，还是从信心能力作风来讲，都有实力将这样的设备发挥到其极致的效能。在尽短的时间内，使其进入深层次的研究领域，在基础研究方面做出高水平工作并发表高水平的研究论文和报告；同时，在应用研究方面辅助新型材料的研发和其应用推广，使中国的材料科技在国际上具有更强的竞争力。

2．该仪器设备的有效工作机时 (小时/年)、对外共享开放机时等预测

   预计该设备的有效工作机时不少于2500小时/年， 对外共享开放机时不少于800小时/年。

3．该仪器设备预期的资源共享效益

    由于该设备的先进性和稀缺性，其共享可以解决东北区域科研机构和高校在材料研发方面的高端需求，满足在材料原子尺度结构及组成等方面的测试需求，实现其最大的使用价值和社会效益。

	十一、安装运行维护技术队伍

	使用维护人员情况
	姓 名
	年 龄
	专 业
	职 称
	职 责

	
	卢  柯
	46
	材料学
	研究员
	专家负责人 

	
	张  磊
	38
	材料学
	副研究员
	运行与管理

	
	谭  军
	40
	材料物理与化学
	高级工程师
	设备维护负责人

	
	代春丽
	33
	材料学
	助理研究员
	设备维护

	技术负责人简介
	1．姓名、年龄、学历、职称等；2．主要讲述熟悉、掌握和使用该仪器设备的能力。

卢柯：男,46岁。博士、研究员。1993年获国家教育部科技进步一等奖、1995年获德国“洪堡”基金、1999年度入选中国科学院“百人计划”、2000年获美国ISI“经典引文奖”(Citation Classic Awards)、2003年获国家杰出青年科学基金、2006年获国务院政府特殊津贴、2009年入选“新世纪百千万人才工程”国家级人选。现为中国电子显微镜学会常务理事、中国电子显微镜学会物理与材料专业委员会副主任、中国物理学会固体缺陷专业委员会委员、“中国电子显微学报”杂志编辑委员会委员。现已在国际学术刊物上发表论文100余篇、合著“电子显微学进展”一部（科学出版社2003）。论文已被SCI刊物及国际著名学者的学术专著累计引用800余次。
张磊：男，37岁，博士、副研究员，现任金属所所级公共技术服务平台副主任，主管结构分析平台。从事材料结构分析的平台的建设和技术支撑工作，负责大型仪器设备平台的运行维护与日常管理。曾担受德国马普奖学金资助担任马普金属所客座研究员近3年，从事服务于特殊条件实验任务的设备改造，部件设计和实验过程。获得过“师昌绪奖”一等奖和“刘永龄奖”一等奖。已发表论文22篇，国际会议口头报告8次，授权专利5项。熟练掌握超高真空技术、AES、 LEED、能谱等系列材料科学研究所需专业技能，擅长原位结构测量表征技术。
谭军：男，40岁，博士，高级工程师。长期从事聚焦离子束系统和扫描电子显微镜的运行维护和使用管理、功能开发、技术培训。熟练掌握电子光学、离子光学和高真空技术，保证设备高效运行。具备电子显微学、晶体学和材料科学基础等知识。熟练掌握了离子束微加工、电子背散射衍射等分析技术。共发表论文36篇，SCI论文30篇，申请专利11项，授权专利9项，获得2009年金属研究所首届优秀技术支撑奖。

	十二、安装使用环境及设施条件

	1．申购仪器设备放置地点、面积；

   中国科学院金属研究所李薰楼，72平米。

2．水、电、气需求和保障情况；

   水、气无特殊要求，需要动力电共计12千瓦。

3．配套设备需求和保障情况；

需要特殊的安装环境保证：周围不能存在强的振动源、需要额外的电磁屏蔽室、独立的较小地阻的安装地线、室内温度湿度要恒定在一定范围、室内气流要低于相应指标。配备合适的冷却水循环和后备保障电源，冷却循环水系统由设备供应商提供，电力配备和后备保障电源能够满足要求。

4．对安全保护有何要求；

    设备必须有专业技术人员的专门管理，对电、火、气有规范要求，对房间门锁进行智能化管理。

5．对环保、安全有何影响及预防措施等。

   设备出厂以及安装后，厂家及所安全部门对设备可能存在的辐射、空气污染等可能影响环保或安全的因素进行严格检测，如有问题，要求必须解决。

	十三、经费预算

	购置设备经费总需求、预算编制依据和资金来源渠道。

综合考虑厂家报价、招标、汇率等因素，购置该系统经费总需求为1000万元。资金来源全部为中央财政资金。

	十四、运行经费预算

	年度运行经费总需求（包括易损件、耗材、水、电、气费用、维修费等）、预算编制依据和资金来源渠道。

年运行经费总需求约84万元，其中：

常规件、易损件： 20 万元；

耗材：30万元；

电费 ：7万元；

房屋占用 ：2万；

维修费： 10万元；

人员培训及工资：15万元；

其他：2万元。

运行资金来自于中国科学院大型仪器设备运行补贴经费和研究所自由资金。

	十五、其他需要说明的问题

	    无。

	十六、申请单位意见

	  单位负责人（签字）                         （公章）

                                                   年    月    日

	附件：

	1．该仪器设备的专家论证意见；

2．2－3个厂家该类仪器设备的配置和报价单；

3．大型仪器设备资源共享的管理办法。
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Merge the sequence of images into a video, or use it as the input for 3-
dimensional reconstruction of the volume subjected to sectioning,

Use the imaging and crystallographic map data for post-processing (should you
be interested in ready made post processing please contact FEI for availability)

This item refers to the FEI automation interface for EBS3 on an SDB tool as
related exclusively to an Oxford/HKL package, and includes:

- FEI Automation software for 3D EBSD acquisition

- Oxford 3D processing software

- Pre-tilted EBSD sample holder.

Does not include :

- the Oxford/HKL EBSD system

- the INCA detector software and options.

These 2 items need to be ordered separately from Oxford Instruments.
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FP 2067/34 Helios NanoLab™ 650

The Helios NanoLab 650 is a SEM/FIB workstation capable of advanced nano-prototyping, nano-machining, nano-analysis

and sample preparation. The key enabling technologies are all integrated onto a single platform, such as:

- XHR electron optics (Dual-mode magnetic immersion / field free lens with ultra-high brightness Elstar emitter) with
electrostatic scanning, and advanced SE and BSE in-lens detection

- Anelectron column equipped with UC technology to reduce the beam energy spread below 0.2 eV, which enables sub-
nanometer resolution and high surface sensitivity at low landing energies. The design enables hot-swap gun
replacement.

- Electron Beam Deceleration for improved low-k'V performance, access to ultra-low landing energies (down to 50 V)
and the balanced topographic and material contrasts

- Optional high sensitivity, retractable solid-state backscattered detector (DBS).

- ConstantPower™ design of electromagnetic lenses for ultimate stability, high controllability and reproducibility of the
electron beam

- High-resolution (field emission) ion optics (Tomahawk™ column), featuring a two-stage differential pumping and time
of flight correction.

- An integrated CryoCleaner™ (optional) and plasma cleaner (standard) to ensure a clean specimen surface. A clean
specimen surface is especially of importance when working at low landing energies, where the deposition rate of
hydrocarbon is highest and true sample information desired. A spare CryoCleaner™ vessel is available as an option.

- Advanced control of Gas Chemistries including FEI proprietary gasses such as Delineation Etch or Selective Carbon
Mill

- High-precision specimen goniometer with full 150 mm travel along the x and y axes

- An optional optical navigation camera (door mounted Navigation camera) can be ordered to facilitate low magnification
sample navigation (NSR).

- Beam current measurement

- Ahigh-resolution, 16-bit digital patterning engine capable of Simultaneous Pattern and Imaging (SPI™)

- Integrated Real Time Monitor (1IRTM)

- Selective Etch Software to enable contrast selective milling

- System architecture is optimized for automation, which is either optionally available (e.g. AutoFIB, AutoTEM,
AutoSlice and View G2) or custom-made to suit your particular application needs

- Designed for SEMI S2 and CE compliance

- A Windows 4-quadrant “Beam/detector per Quad” User Interface

Features and specifications:

Geometry:
On a 21-port specimen chamber the electron and ion column are mounted at 52 degrees to each other. The beam
coincidence point is at 4 mm working distance, which is also the eucentric working distance of the stage and the
analytical working distance. There are 5 GIS-ports grouped around the ion column.

Vacuum
The Helios NanoLab 650 uses a vacuum system, which is entirely oil-free. Differential pumping on the electron column
ensures tip operation at the ultra-high vacuum levels (10™° mbar) even with a controlled gas flow in the specimen
chamber.

Sample navigation
The Helios NanoLab is equipped with a 5-axes motorized x-y-z-rotate-tilt stage, of which x, y and rotation movements
are piezo-controlled. Travel along the x and y-axis is 150 mm, the tilt range is —5 to 60 degrees. The motorized z-range
is 10 mm. Minimum step size is 100 nm, repeatability at O degrees tilt is 1 um, and 2 um at 52 degrees tilt. A selection
of sample holder kits is optionally available (including stub holders, TEM sample holders, vise specimen holders and
wafer holders). Joystick stage control is available as an option.
An optional door-mounted optical navigation camera can be ordered and mounted externally to the chamber to facilitate
low magnification sample navigation (NSR).

Electron optics
Dual-mode magnetic immersion / field free lens electron optics with ultra-high brightness NG emitter and UC
technology.
- Source: Schottky field emitter mounted on the NG hot-swap gun module
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- Landing energies: adjustable from 50 V to 30 kV

- Beam current: 0.8 pA — 26 nA

- Resolution: 0.8 nm @ 15kV, 0.9 nm @ 1 kV (the room needs to meet the installation requirements)
- Detection: in-lens SE and BSE

Ion optics
Tomahawk™ field emission focused ion beam optics with liquid Gallium ion emitter.
- Source lifetime: 1000 hours
- Voltage: 0.5kVto30kV
- Differentially pumped
- Beam current: 1.1 pA - 65 nA (15-position aperture strip)
- Resolution: 4.5 nm (@ 30kV (at coincident point)
- Detection: ICE detector (direct ion detector)

Scanning system
High-resolution digital scanning engine controlled from the User Interface.
- Resolution: 512x442, 1024x884, 2048x1768, 4096x3536 pixels
- Minimum Dwell Time: 25 ns/pixel
- Electronic scan rotation by n x 360 degrees

Patterning system
High-resolution digital patterning engine controlled from the User Interface
- Maximum resolution: 64k x 64k
- Maximum pattern size: 8M pixels
- Minimum Dwell Time: 25 ns/pixel
- Maximum Dwell Time: 25 ms/pixel
- Multiple pattern shapes
- Variable dwell time pattern to give 3D milling
- Complex milling patterns through Bitmap import

Detection
The Helios NanoLab 650 features in-lens SE and BSE detection specially designed for ultra-high resolution imaging at
both high and low kV’s, as well as an Everhart-Thornley SE detector for conventional SE detection. The optional
retractable DBS detector (Directional Back Scatter detector) is a highly sensitive, low-voltage, solid-state detector
optimized for low-energy electron, large solid-angle detection. It can be used in combination with beam deceleration to
optimize materials contrast and/or obtain mixed topographic and materials images. An integrated IR-CCD camera is
standard included for in-chamber viewing.

Additionally, an optional ICE detector for improved SE and secondary ion imaging is available. Also optionally
available is a retractable, solid-state STEM 3 detector for both bright- and dark-field imaging and Nano-analysis of FIB-
prepared cross-sections.

Imaging
Images are displayed in an area of 1024 x 884 pixels, configurable for single frame display or 4-quadrant display.
Images can be viewed live (up to 4 channels), averaged or integrated. Images can be saved in TIFF, BMP or JPEG file
formats, and in 8-bit, 16-bit or 24-bit depth, to the hard disk or LAN from the graphical user interface. Image printing is
also available from the user interface.

Patterning
Predefined patterns can be drawn in overlay in any of the four quadrants in the UL Progress of the patterning is
monitored in the User Interface through a progress bar. End-point detection is available through a specimen current
graph and a software-integrated Real-Time Monitor. Simultaneous imaging and patterning is a standard feature of the
Helios NanoLab 650.

Integrated Real-Time Monitor (iRTM)
The integrated real-time monitor displays a live image within the patterning window during ion beam patterning
(imaging, deposition or milling). The intensity (image brightness) is proportional to the level of the detector signal
(amount of secondary particles being detected during patterning). As such, the real-time monitor can give instant
feedback on the ion beam process. This is typically most useful when milling through a stack with different material
layers. Since the yield of secondary particles changes when transitioning from one layer to the next, it is possible to




[image: image13.jpg]follow the progress by monitoring the brightness changes on the real-time monitor. The real-time monitor is highly
recommended for such tasks as device edit and micro-/ nano-machining.

System control
The Helios NanoLab 650 is controlled from a Windows Graphical User Interface running at 1280 x 1024 screen
resolution on a dedicated microscope controller. A support computer is standard on the system for software utilities that
could interfere with the control software running on the controller (e.g. LAN connection). The system includes two 19-
inch LCD monitors, an optical mouse and a height-adjustable office desk. The two computers are controlled with a
single keyboard and mouse using an automatic switch box (“MagicSwitch”). A manual user interface allows for hands-
on control of focus, stigmation, magnification, XY fine position, and contrast/brightness in addition to standard mouse
control. The stage can be controlled through the user interface or by a standard included joystick.

System Covers
To complete the instrument, System Covers for Helios NanoLab must be ordered. Alternatively, it is also possible to
order an Acoustic Enclosure (for the system), which can be used to relax the acoustic pre-install requirement from <55
dBC to <70 dBC.

RAPID
This instrument is RAPID-enabled. RAPID (Remote Access Program for Interactive Diagnostics) is a highly secure
connectivity tool that enables FEI’s service engineers to connect directly to the instrument to address system issues
remotely. RAPID can significantly speed up repair time and thus reduce instrument downtimes, while improving FEI’s
overall quality of service. FEI's service engineers use RAPID to perform remote system diagnostics and repairs, support
user operation and view images for enhancing system performance. However, customers maintain complete control of
how and when RAPID is used -- each RAPID session must be initiated by the customer. RAPID requires a high-speed
internet connection (> 5 MB/sec recommended, 1 MB/sec required). For full details please browse to the RAPID pages
on wwwfei.com.

System Support
The microscope entitles the owner to free access to the on-line resources of FEI for Owners and free membership of the
FEI FIB & DualBeam User Club (see www.fei.com/owners for details). These are valuable resources enabling users to
link to other users of FEI instruments around the world. Main features are:
- Learn and stay updated on new developments, microscope enhancements and applications
- Share expertise and knowledge with peers
- Discuss and communicate with FEI specialists

By using these support activities, customers of FEI are able to interact with other users directly and share knowledge,
which will help them being more successful.

Installation requirements
Please refer to the Helios NanoLab 650 pre-installation guide.

FP 3440/48 System Covers for Helios NanoLab
The System Covers for Helios NanoLab are required to complement the main Helios NanoLab instrument when no
acoustic enclosure (FP 3440/49) is ordered. This option includes covers for the column and the console of the instrument.

This option is available for Helios NanoLab 450/450S/650/6001.

FP 3600/17 Omniprobe AutoProbe 200.2

The Omniprobe is FEI’s preferred solution for in-situ TEM sample lift-out. The Omniprobe AutoProbe 200.2 includes
Support PC control of the probe to provide multi-axis motion and the ability to store/recall probe positions. Service and
application support is available from FEIL For a more comprehensive description of the Omniprobe system please refer to
the product data sheet “Omniprobe™ Lift-Out System”.

FP 3400/31 Platinum Deposition

Gas chemistry solution for Ion or Electron beam deposition of Platinum-containing material. Platinum gas chemistry is the
preferred metal deposition in case ease of use, high deposition rate and precision of the deposition is required. The package
includes the gas precursor, injection needle, gas injector system and controller. This gas chemistry option is assembled,
tested and shipped with the basic microscope or DualBeam.

Important note: the customer is responsible for making sure a fume hood is present for on-site service of this chemical by
an FEI engineer
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The annular, Back-scattered (BS) detector (called the DBS — Directional Back Scatter detector) is an ultra-sensitive, Solid
State (SS) detector which is sensitive to emitted electrons from 500 V onwards. Using Beam deceleration (sample bias to
reduce the landing energy), images with beam landing energies down to 50 V are possible. Especially when Beam
Deceleration is applied in combination with immersion field, it is possible to detect all BS electrons emitted up to 90
degrees.

The retractable DBS detector features four annular segments that enable separate detection of electrons emitted at different
angles. All four segments may be acquired simultaneously and mixing based on adding / subtracting individual segments is
possible. This way it is possible to select multiple contrasts (material and topographical) that can be optimized per
application.

This detector is mounted on a software-controlled retractable arm and allows simultaneous EDS spectra acquisition for WD
> 5 mm. Fast imaging becomes possible with this detector.

The Retractable DBS detector (FP 6903/20) is available for Helios NanoLab 450/4508S, 650 and 600i systems and for
Magellan 400. It requires the presence of a 6-channel Detector Amplified (which is standard included with Helios NanoLab
450 and 4508)

FP 6843/51 6-Channel Detector Amplifier

Pre-amplifier for all solid-state backscattered detectors such as the low-kV, solid-state backscattered detector, the two-
segment STEM detector or the annular STEM detector. 6 channels allow mounting of multiple detectors to the same pre-
amplifier. The design of the pre-amplifier allows T V-rate imaging throughput even for solid-state backscattered detectors.

FP 3550725 AutoSlice and View™ G3

AutoSlice and View G3 is the third generation of FEI’s automation software for automated serial sectioning and imaging
through a user-defined volume of a specimen. The sequence of images captured by AutoSlice and View G3 can be
compiled into a video or can be used as input for 3-dimensional reconstruction of the sliced volume.

The new G3 version of AutoSlice and View include a number of key enhancements to improve automation success,

increase reliability, provide feedback and facilitate setup and process monitoring/pausing and re-starting over previous G1

and G2 versions. Some notable key features include:

- Dedicated user interface that guides the user with a step-by-step process.

- Acquisition of multiple images with independent settings (resolution, dwell, FOV, detector, kV) for each slice

- Digital zoom for accurate cut placements

- User defined fiducial type and placement

- Use existing fiducials or sample features for re-aligning cuts and images

- Image recognition of fiducials with confidence indication/limits to ensure accurate slice placement and/or pause
automation

- Configurable trench cuts for flexible re-deposition management

- Drift-Corrected-Frame-Integration (DCFI) within A S&V acquisition limits effects of system or sample instability

- Recoverability and continuation if an error condition is encountered

- Active feedback through email notifications (on pause, fault with reason, successful completion or user abort when
connected to a mail server)

- Project/Job management to save, export and import project parameters for quicker setup of routine processes

- Graphic “end of run” reporting is provided to monitor automation

- Low vacuum electron beam imaging and drift suppressed milling are supported for low vacuum enabled instruments
(Quanta 3D FEG) to facilitate investigation of non-conductive sample volumes

Applicable tools: Helios 450, 4508, 650 and 6001, requiring XT control software version 4.5.2
Helios NanoLab (600), 400 and 4008, requiring XT control software version 3.8.7
Quanta 3D FEG, requiring xT control software version 3.8.11
Quanta 3D FEG 600, requiring xT control software version 3.8.11
Nova NanoLab* 200 600 and 6001, requiring xT control software version 3.8.8
Strata® 400 and 4008, requiring xT control software version 3.8.8

System software: The system must be using PIA imaging hardware (which requires an upgrade from the shipped
configuration for marked (*) systems).
Requirements: The AutoSlice and View G3 option requires presence of Platinum or Carbon deposition gas

chemistry.
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ResolveRT FEI Edition is a software package for advanced visualization and analysis of reconstructed tomography data.
ResolveRT FEI Edition consists of the base Amira package, augmented with various additional packages.

VERY IMPORTANT NOTE: The warranty period for ResolveRT is started when the software is shipped from the
supplying company (Visage Imaging). This means that if it is part of the purchase order to FEL, it starts when the software
is shipped to FEI, not to the end destination. This will result in a reduced warranty period on-site. If a full one year
warranty period is required, then the customer can place the order for ResolveRT separately at a moment that suits him
best.

ResolveRT is a software package for rapid exploration and analysis of 3D data, as well as for generation of polygonal and
tetrahedral 3D models for advanced visualization and simulation. Resolve RT FEI Edition is a version of Amira software
distributed by FEI as part of the Xplore3D tomography package. Amira is currently produced by Visage Imaging, and more
information can be found at http://www.amira.com/fei.

Resolve RT FEI Edition includes dedicated data import filters for loading EM data obtained from FEI tools into the
software. The software also supports image to image alignment with pixel accuracy. Visualization modules include
orthographic and oblique sections, efficient surface and volume rendering, iso-surfacing and iso-lines, simultaneous display
of multiple datasets, virtual 3D navigation, movie clip generation, animation generation tools, and more. By making use of
advanced data manipulation algorithms called the Large Data Access Module, ResolveRT FEI Edition can display even
very large datasets (up to hundreds of GB) at interactive speed on regular desktop or laptop computers.

ResolveRT FEI Edition supports a variety of semi-automatic and interactive tools for segmentation, providing the ability to
construct 3D models of structures present in the image data, and defining complex regions of interest for analysis purposes.
It comes with numerous tools for data analysis, including data probing, measurement of distances, regions, and volumes,
and statistical analysis on multiple regions of interest.

ResolveRT FEI Edition offers support for presentations, by providing the capability of making snapshots, exporting movie
files and single images, as well as 3D representations by exploiting advanced stereoscopic display technology.

Reminder: the license for supports starts when this software is shipped (either to FEIL, or -if purchased separately- to the
final customer).

The license for ResolveRT FEI Edition includes one year of gold support (which features on-line help via the World Wide
Web and free-of-charge updates, both for the duration of one year). Upgrades and/or updates to ResolveRT FEI Edition
after the initial year of gold support will require the payment of software maintenance fees. Support for ResolveRT FEI
Edition (including help, updates, and ongoing software maintenance) will be provided by Visage Imaging through a special
FEI customer website: http://www.amira.com/fei where the details of the warranty policy and support structure are again
outlined. FEI cannot be held responsible for the support of Visage Imaging software, FEI has worked with the company to
develop this software but it is owned and distributed by Visage as a separate entity.

Platform requivements
ResolveRT FEI Edition runs under Windows 2000 or Windows XP. Advised configuration: PC with an Intel Pentium 4
processor or equivalent (of at least 3 GHz) with at least 2 GB RAM. The PC must be equipped with a DVD player and a
7200 rpm hard disk of at least 80 GB. A 21" monitor is advised. The PC must be equipped with a high-end graphics
board (see http://www.ati.com or http://www nvidia.com) that accelerates 3D graphics (using OpenGL/DirectX). Please
note that a PC is not included with this part number.

FP 3550/50 NanoBuilder™

FEI NanoBuilder is a tool for systematic planning of construction of multi-layer nanostructures by dividing CAD files into
ordered projects. This facilitates the generation of complex structures that previously were tedious or even impossible to
build. NanoBuilder allows accurate patterning of large and complex nanostructures on multiple sites, supporting all
DualBeam patterning processes: focused ion beam (FIB) milling, gas-assisted FIB milling, FIB induced deposition, and
electron-induced deposition.

NanoBuilder is installed on the control PC of the SDB tool. The package includes one NanoArchitect license that allows
the planning of patterning sequences on a desktop PC (Note: NanoArchitect only runs on the Windows XP operating
system).

The NanoBuilder License includes related software upgrades, but no hardware upgrades (if needed).
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Specimen stub holder kit containing the following items:
- Universal mounting base (UMB)
- 2 stub modules each holding 3 % inch stubs or 2 1 inch stubs
- 2clamp bars
- User guide
- Storage box
- System calibration sample

FP 3660/05 UMB FIB/TEM Specimen Holder Kit
TEM specimen holder kit containing 2 row holders for 6 TEM samples each. Also included are 2 row holder carriers, a
storage box and a sample loading base. FP 3660/00 UMB Stub holder kit is required for this option.

FP 230127 CryoCleaner®©
The CryoCleaner Extended Capacity (EC) decontamination device for the SEM/SDB helps to reduce contamination found
in the specimen chamber created by sample out-gassing and other sources common to SEM/SDB. In turn, this provides a
clean environment for samples to be observed and analyzed. Unlike other vacuum cleaning systems, the CryoCleaner can
be working while the SEM/SDB is being used (in High-Vacuum mode). Some of the advantages are:

- A simple, economical, reusable method

- The SEM/SDB can be used while the CryoCleaner is working

- Ideal for high beam current applications, EDS, WDS, EBSP

- Ideal for highly out-gassing samples

- Reduces water vapor build-up by cryo pumping

- The CryoCleaner can be a permanent fixture to the specimen chamber

- Extended capacity (=20 hours/refill in most cases)

- Not compatible with Enhanced Etch (FP 3400/41)

FP 2311/05 Manual User Interface USB
Optional, supplementary control console providing direct manual control of microscope parameters such as focus,
magnification, contrast, brightness, beam shift and stigmator.

9432 909 96391 Compressor 230 V, 50/60 Hz with 4-liter Tank

The compressor is required when compressed air of 6 atm. is not available; compressed air is required for operating
pneumatic valves and the microscope’s leveling system. The compressor is connected to the mains supply unit of the
microscope.

9432 909 96421 Thermoflex Chiller 50 Hz, 230 V
The ThermoFlex 900 recirculating chiller delivers guaranteed, continuous cooling between 10 and 40 °C with a high
temperature stability of 0.1 °C. This chiller is air-cooled.

Cooling capacity: up to 750 W
Dimensions: 69.6 x 36.1 x 62.7 cn (HXWxD)
Weight: 572kg

Branch Circuit Regs: 230V, 50Hz, 15 A

FP 2354/09 INCA Integration Kit

The INCA integration kit prepares the support computer of Helios x50/6001 or Magellan 400/400L to control the Oxford
Instruments the INCA Energy EDS and Wave WDX systems. In order to do so, it requires a FireWire card that connects to
the Oxford hardware. The INCA Energy and/or Wave software comes with this kit. The kit limits the number of PC’s,
keyboards and mice to the absolute minimum and ensures smooth installation in the field as the kit was developed in close
collaboration with Oxford Instruments.
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T E R B R FUAT

Tel:

Fax:

Mobile: 13478153003
E-mail: jtan@imr.ac.cn

Division/Dept.:  Sales
Your Contact :  Liu Gui Cai

BERDERME (L) BERHSZERAR

1/F, Ke Yuan Building, 11 Ri Ying Nan Road,
Waigaogiao Free Trade Zone, 2005 Yang Gao Bei Road,
Shanghai, China, 200131

AR ALE2005 S A R B B IR 115
BB R

Tel: +8621 50481717

Fax: +8621 50482220

E-mail: Info.cn@zeiss.com.cn
Website: hppt:/www.zeiss.com.cn

Your ref.:
Our ref.: CZ-BJ/Q0061/AURIGA_IMR/11/Liuge
Date: April 19,2011

Subject : Quotation for Zeiss AURIGA Crogngam® Workstations
HBE: Zeiss AURIGA CrossBeam® Workstations 3R #r2

Thank you for your interest in our products, we are glad to quote you our Zeiss AURIGA CrossBeam® Workstations
with the configuration as follows:-

P RAT=MA05E, THZ A Zeiss AURIGA SR TAE3h I BC B RN o

Item Sales Code Description
WH BB UiH
1 | AURIGA-BU Basic Unit AURIGA™. GEMINI-column, HC-DoF module, dry pumping system

(C-type), Auriga™-chamber, auto pendulum damping system, 6-axes mot. super
eucentric stage, dual joystick stage controller, in-lens SE-and chamber
SE-detector, Specimen Current Monitor (SCM) and 2 chamber IR-CCD cameras.
Single stub holder, carousel 9x sample holder. Dual Channel operation and two
19" flat panel TFT colour display monitors. Software: SmartSEM GUI.

AURIGA E#l. GEMINI 528, HC-Dof (FiHL-RT) #k, TRMETRE,
Auriga #£f 5, AZESRBTERS, 6 s ortd G, WERHFHENR S
HIE, in-lens SE FIRESHE SE #RINAS, LM BUREEE (SCM) F 2 EREME
IR-CCD &AL, Sl dn e, EAt= O Ahae s, SOBE TR E 19" PR
BN 8. M SmartSEM GUI (EIFBH F 4D,

2 | Oil-free pumping

Pumping system XDS10, compl. (220-240V)

system B RS XDS10 CRmylgR)
(220V-240V)
3 | 20nA- 20 nA High Resolution configuration
High-Resolution | 20 nA &) #F KL &
-VP-CC
4 | FIB-COBRA Cobra FIB column including electronics and operating system, factory fit

Cobra FIB %ifd, G#FEHBEMBERS, T) %5

5 | MULTI-GIS-CC

Multi GIS for 4 different precursors with integrated Charge Compensation
System, including electronics and operating system for AURIGA™

AT A MARFEEASBNL I GIS (RMEANRS), ERT R THRSE, SR
BAA T AURIGA HIER1ER .

6 | MULTI_PLATIN

Platinum (Pt) deposition

UM # (PO PR
7 | MULTI_XENO | Xenon Difluoride etch (XeF2)
N A (XeF2) ZItS 44k

CZ-BJ/Q0061/AURIGA_IMR/11/Liuge Page 1 of 3





[image: image18.jpg]8 | MULTI_WATER | Enhanced C etch (water)
B C 2SR UKD
9 | MULTI_INSUL | Insulator (SiOx) deposition

ATOR HLik (SIOx) PB4k
10 | WIN-XP-US Operating system Windows XP with keyboard. US English
Windows XP #:1E &%
11 | CONTROLPAN | Control panel with rotary controls and keyboard. US English
EL-US HE A AR B A P 2 SRR
12 | ESB-DETEKT | EsB detector for AURIGA™
OR F T AURIGA ] EsB %l #%
13 | CZ-AL80 80mm airlock (No additional pumps are needed)
80mm 4

14 | MM3A-PROBI | Micromanipulator package 'Probing Double' for adaptaion on 6 axis Klein stage \
NG-DOUBLE-K | 2x micromanipulator (incl. stage mounting and probing kits) for electrical o

LEIN measurements
BEEHM IRE CEIERE S & ZERAHM A
15 | SH-TEM2 TEM sample holder cut-off technic for airlock

TEM #Efh e CH TRBURH 775

16 | FIB-LOW-KV Low Voltage Option for FIB column

FT FIB 45 fA7 (1% H F st 73t

17 | AUTOPREPPA | Auto Sample Prep Package, contains TEM Sample prep SW, Drift Correction

CK SW, Dongle for Drift Corr.
1 BEE i AR
18 | SMART3D 3D Reconstruction Kit for installation on separate PC. Includes 3D reconstruction
dongle, SmartSEM CD
3D FEARMHE
19 | EXTIF X-ray and external scan input panel kit
X S5 AN AR A (EDS #1)
20 | COMP Compressor
TREGEHL
21 | CHILL-A-230V- | Water chiller. Air-cooled 110 - 230V und 50/60 Hz
50Hz TEHIKS H RS
22 | EDS Oxford INCA Energy 250 EDS, X-Max 20mm® Detector
A IE 250 BB, X-Max 20mm® #E (g
23 | EBSD Oxford INCA Synergy EBSD

4 IS BT A RS, (5 EDS —fR{k)
24 | FE-Filament FE Filament & Aperture 1 set
HEHGHEHT LS5 1B

Total prices (CIP Shenyang): USD 1,700,000.00
G (CIP JEB):

Terms & Conditions

FREK

Validity : 60 days from date of quotation

E(CEaE=E ¢l : AR Z HiEE 60 R

Terms : Prices quoted are in USD, excludes any tax applicable

%At : N ALL: KL AEEMBLK

Payment : 100% L/C, 90% L/C upon delivery, 10% L/C upon acceptance terms 30 days.
(e VE:N : 100%fE FRIE, RIVF AT 90%, KB STATILARI 10%

Delivery : 6 months after signing the contract, 5 months after receipt of L/C.

o8 : BFENE 6 M A, WEMEHIER 5MH

Warranty #1431

1 year parts warranty against manufacturing defects upon commissioning.

b T p T B 1 R 2 PR A —
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One week on-site basic operation training will be provided.

R — I HUR R ARSI

Thanking in advance for your favorable response and valuable support.

RS RIF RN AR SRS R

Yours sincerely, LE(!

TP N

Liu Gui Cai
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附件3

金属研究所所级公共技术服务中心大型仪器设备

共享共用管理办法（暂行）

  第一章 总 则  

第一条 为加强和规范我所所级公共技术服务中心（以下简称所级中心）大型仪器设备共享共用管理，提高仪器设备共享率，根据《中国科学院技术支撑系统建设实施方案》（科发计字[2009]22号）有关精神的要求，联系我所实际情况，特制定本管理办法。

第二条 所级中心成立背景：研究所按仪器设备的功能对原来的分析测试部、国家（联合）实验室公共技术服务部、沈阳先进材料研究发展中心技术支撑部所属大型仪器设备分类整合，并按照仪器设备共享率、价值、用户数量标准收编部分课题组大型通用型仪器设备，组成所级中心的成分分析、结构分析、力学测试、服役行为测试、物理性能测试五个平台。

第三条 本管理办法适用范围：所级中心所属的通用型大型仪器设备（单价≥10万元人民币）。

第四条 所科技处负责组织所级中心仪器设备建设并进行监督；所财务处负责协助中心主任进行运行经费管理和奖金发放；所人事处负责协助中心主任进行人事管理、政策制定、奖惩评定及实施；共享网管理小组负责管理和监督所级中心通用型大型仪器设备共享共用情况。 

第二章  共享管理

第五条 所级中心通用型大型仪器设备原则上须对所内所有研究组开放、共享共用，仪器设备管理人员应积极予以支持与协助，不得无理拒绝。

第六条 对于共享率过低的仪器设备，将限期整改，要求提出提高共享率的措施，加强设备的开放共享。

第七条 鼓励中心通用型大型仪器设备在满足所内研究组分析测试需求的前提下，对外开放共享使用，特别是对东北先进制造与材料大型仪器区域中心内的兄弟研究所和高新技术企业开放共用。

第八条 所级中心仪器设备的共享共用实行共享网管理。所级中心将把中心所属的参与共享的通用型大型仪器设备在共享网上予以公布，并包括大型仪器的种类型号、应用范围（功能）、存放地点、收费标准等相关信息及实时的动态运行状况。

第九条 新用户第一次登陆共享网时，需先注册，由共享网管理小组授权。

第十条 已授权用户可以在共享网上查询中心内的仪器设备信息、样品准备要求、根据个人需要预约分析测试服务。

第十一条 送样后，用户可以通过共享网跟踪分析测试进程；分析测试完成后，用户可与仪器设备操作人员在线交流讨论图像、数据分析结果。

第十二条 中心建立大型仪器管理使用培训制度和持证上岗制度。大型仪器设备管理、使用人员的技术培训工作由仪器专家（高水平的仪器设备管理人员）负责，经培训并考核合格后颁发上岗资格证。未经培训及未取得“上岗资格证”的人员不得自行上机操作。违反本规定而造成仪器设备受损或性能下降的，按有关规定严肃处理。

第十三条 所级中心鼓励仪器设备管理人员加强业务学习，钻研专业技能，鼓励仪器设备管理人员之间进行信息共享、技能交流。

第十四条 所级中心鼓励科研工作者与仪器设备管理人员面对面的交流，使仪器设备管理人员更清楚地了解科研工作者的需要，并针对新的科学问题、新的生产任务需要，开展新仪器设备研制、现有仪器设备新功能开发、新实验方法探索。

第十五条 仪器专家职责：

1  负责该类大型仪器设备的全面管理，保障所负责共享仪器的使用率和完好率；

2  熟练掌握所管理仪器设备的专业技术知识，负责新功能开发及仪器使用技术创新，解决实验技术上的关键问题；

3  组织做好测试任务预约委托、分配、测试等工作；

4  组织做好共享数据的录入工作；

4  负责对仪器设备管理人员的指导、培训等相关工作。

第十六条 仪器设备管理员职责：

1  努力提高所管理共享仪器的使用率和完好率；

2  承担所管理共享仪器的操作任务；

3  做好实验记录、设备使用维修维护记录和档案管理工作；

4  做好共享数据录入工作。

第十七条 大型仪器设备发生故障时，仪器设备管理人员应做好书面情况记录，及时向科技处汇报情况。

第十八条 如果参与共享共用的仪器设备精度明显下降，或常年使用已陈旧过时、性能降低的，仪器管理人员提出申请并说明情况，经科技处批准后可不再参与共享。 

第三章 有偿共享

第十九条 中心大型仪器设备原则上实行有偿共享使用。所内收费标准的制定以保证仪器设备的日常维护运行、维修费用、消耗材料费、工作人员劳务费需要为原则，不以营利为目的，具体价格可上共享网查询。
第二十条 中心仪器设备对研究组收费标准原则上要求所内一致。

    第二十一条 所外收费标准应综合设备折旧费、设备维护费、材料消耗费、水电费、技术服务费等几项内容收费。
第四章 奖惩办法

第二十二条 中心每年对大型仪器设备的使用和管理情况进行评估考核，考核的主要内容包括仪器设备利用率、共享率、共享数据录入情况、维修保养、管理水平、科研成果、新功能开发等，考核结果将作为仪器设备管理人员绩效工资的重要依据。

第二十三条 对在大型仪器设备使用和管理中表现突出、开放共享共用率高的仪器设备管理人员，研究所设立了年度“技术支撑奖”，给予精神与物质奖励，并在专业技术职务晋升上给予优先考虑。

第二十四条 对效率低、开放共享差的大型仪器设备，限期整改。整改不达标的，研究所将在绩效等方面降低水平。

第五章 附则

    第二十五条 本办法自通过之日起实施。
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